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Abstract (en)
Process for selectively or completely coating substrates, workpieces or installation parts with a reactive coating in the chemical deposition of metals
comprises an activating step, and an electrolytic deposition of an adhesion-resistant non-reactive step on regions of a substrate that are not to be
metallized.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur selektiven oder vollständigen Inertisierung von Substraten, Werkstücken und Anlagenteilen mittels nicht
reaktiver Beschichtungen im chemischen Abscheideprozeß von Metallen. Zu diesem Zweck wird erfindungsgemäß aus einem einen Fluorid
aufweisenden Aktivator sowie Chrom enthaltenen Elektrolyten eine in Bezug auf die anschließende Metallisierung nicht reaktive Beschichtung auf
den chemisch nicht zu metallisierenden Stellen des Substrats, der Werkstücke oder Anlagenteile elektrolytisch abgeschieden. Vorteilhafterweise
läßt sich nach der anschließenden chemischen Metallisierung der Substrate, Werkstücke oder Anlagenteile die inerte, nicht reaktive Beschichtung
mittels verdünnter Säuren oder alkalischer Medien ohne manuellen Aufwand entfernen.
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